
TPM350 

导热相变材料 
 
 

产品介绍 
 

TPM350 为一款高性能可丝网印刷的导热相变材料，导热率为 3.5W-mK。该材料相变软化温度为 50ºC。

TPM350 对功率器件表面具有良好的浸润效果，便于操作使用；同时，该产品在溶剂挥发后的表干特性使其与传

统硅脂相比较为清洁和安全。 

 

特点 

 

 可丝网印刷或模板印刷使用 

 高导热率：3.5W/m-K 

 低热阻 

 相变软化温度为 50ºC 

 出色的表面浸润性 

 

应用 

 

 高频率微处理器及芯片 

 笔记本电脑及台式机 

 存储模块 

 绝缘栅双极晶体管（IGBT） 

 汽车电子 

 光学电子产品 

 

性能 

 

颜色:       灰色 

密度 @ 20°C:      2.2g/cm
3
 



 

相变软化温度:                  50 ℃ 

温度范围:      -40℃~+125 ℃ 

导热系数:                                                                           3.5 W/mK 

热阻@70℃, 50psi:     0.026 ℃-in
2
/W 

典型最小贴合厚度：                                                          25um 

 
 

储存                     

该产品应储存在 5°C -35°C的温度条件下，且相对湿度不超过 50%。避免冷冻保存。保持包装罐体垂直放置且原

理腐蚀性化学品或材料。在非使用情况下应确保包装罐体密封。 

 
 

应用指南 

 使用前建议通过手动或罐体旋转器等机械方式将材料缓慢混合均匀。应避免快速或高速剪切搅拌方式，以免

在此过程中加速材料中溶剂的挥发并进而引起粘度升高。 

 应确保应用材料前器件表面的洁净度，可使用丙酮、异丙醇、甲苯等溶剂预先清洁应用器件表面并晾干。 

 可通过丝网印刷或模板印刷等方式施加材料，厚度范围建议在 0.05mm-0.25mm。 

 对于高体量工业应用，建议采用丝网印刷方式使用。应确保在不使用材料的情况下将包装罐体盖子盖紧。如

果在储存中包装盖未盖紧或是出于打开状态，则材料中的溶剂会逐渐挥发并进而导致产品粘度增大，从而可

能影响产品的操作性和应用性。 

 应避免在未经咨询的情况下擅自添加溶剂到材料中；丝网印刷完毕后应尽快清洁，否则待溶剂挥发后丝网便

难于清洁。 

 丝网印刷后的材料层表干时间会依所处的温度湿度环境条件差异而有所不同。通常情况下，加热 60°C下大

约为 2小时，25°C室温下大约为 10小时（该时间为参考时间，具体时间需要根据应用环境下的条件评

估）。建议在丝网印刷后在 60°C条件下完全去除溶剂，尤其对于 0.1mm以上的材料应用厚度。应尽量使材

料表干或溶剂挥发完成后再进行器件装配。 

 由于在丝网印刷过程中丝网本身会残留一些材料，同时材料中溶剂的挥发都会使最终材料层的厚度低于丝网

的厚度。因此建议在实际应用过程中，应选择比预期应用材料厚度尺寸多 20%-40%的的丝网进行印刷（具

体厚度可通过实验来确定）。 

 建议施加恒定压力以使材料获得最佳的热性能。材料会在不低于 20psi的压力下以及 50°C以上的温度条件

下才会表现出最佳的热性能。 


